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1 目的 

1.1 导电胶：用导电胶通过加热烧结的方法使芯片牢固地粘结在支架上，并使芯片背面电极与支架形成

良好的欧姆接触。 

1.2 绝缘胶：用绝缘胶通过加热烧结的方法使芯片牢固地粘结在支架上。 

2 技术要求 

2.1 支架外观  

2.1.1 装架前后的支架无变形，镀层无氧化发黄和起皱。 

2.1.2 烧结后支架无氧化发黄。 

2.2 芯片外观 

2.2.1 装架后芯片电极清晰、表面无损伤、缺角。无斜片、倒片、碎片、漏装、叠片等不良现象。 

2.2.2 芯片表面无沾胶，背部无蓝膜残余。 

2.3 粘结胶外观 

2.3.1 烧结后粘结胶固化充分，色泽光亮，没有受潮、变质等不良。 

2.3.2 芯片粘接推力符合 4.6.4.2 的规定。 

2.3.3 单电级芯片须特别注意粘结胶的受潮情况。 

2.4 粘结胶、芯片、支架三者位置规范 

2.4.1 位置：粘结胶应该点在产品装配图所示位置的中心，最大偏移量是不得使粘结胶碰到碗壁或者超

出电极区。对于有光学空间分布要求的产品，偏移量须符合相应装配图的要求。芯片应位于粘结胶的中

心位置。芯片必须四面包胶。 

2.4.2 胶量：装架粘结胶高度控制在芯片高度的 1/4 到 1/3 之间。如图 1所示（其中：h=芯片高度；d=

粘结胶高度）。无爬胶不良。芯片背部银胶要求厚度均匀一致，同时不得太厚（不得高于 20μm）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 无图 2所示各种不良。 
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h
d

合格                                          斜片          胶太高          沾胶 

双电极芯片 

合格                  合格 1/4h<d<1/3h               斜片                 胶太高 

单芯片 

图 1 芯片与粘结胶的位置规范 
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3 生产工艺规范 

3.1 静电放护要求：InGaAIP 芯片静电电压值≤500V，GaN 芯片静电电压≤100V，作业时，必须穿防静

电服装、佩戴防静电手环。GaN 芯片在撕膜时必须使用去离子扇跟踪吹撕开的缺口位置，撕膜速度尽量慢。 

3.2 工艺环境：温度(17～27)℃ ；相对湿度(30～75)% ；生产操作在净化车间，净化等级 10 万级。 

3.3 物料 

3.3.1 支架 

作业前先挑出变形、发黄支架，把支架摆平、摆齐、使支架端面成为一个方向，待用。对于同一个

工令，须采用同一货源号的支架，若该货源号确实无法满足生产需求而需用另一个货源号的支架，须先

通知工艺员，由工艺员确认后方可使用，严禁不同厂家同种型号的支架混用。 
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A 银胶吸潮变质：银胶四周泛白           B 支架生锈、沾污                     C 银胶胶量不足  

D 杂质 E 碎片 F 缺（崩）角 

图 2 不良图示 
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3.3.2 粘结胶 

3.3.2.1 粘结胶的使用/存储的条件、时间规范（表 1） 

表 1 粘结胶的使用/存储的条件、时间规范 

胶的类型 存放条件 醒料温度 醒料时间 

导电胶 (0～5)℃ 室温下 (0.5～1)小时 1 
醒料

条件 

绝缘胶 (-40～-20)℃ 室温下 (3～4)小时 

胶的类型 存放条件 存放期限 备注 

导电胶 (0～5)℃ 1 个月  2 
存放

期限 

绝缘胶 (-40～-20)℃ 1 个月  

胶的类型 使用条件 可使用时间 备注 

导电胶 2 天 3 
使用

期限 

绝缘胶 

在室温下 

（18～30℃） 
2 天 

� 连续使用时，必须2天清洗一次胶盘。 

� 无法连续使用时，每次添加的胶量应

能在 18小时内用完；若用不完或停

用 18小时以上，须清洗胶盘。 

胶的类型 烧结温度 烧结时间 备注 

导电胶 (175±10)℃ (60～70)分钟  4 
烧结

条件 

绝缘胶 (145±10)℃ (60～70)分钟  

3.3.2.2 导电胶的使用规范 

a） 领取时机：在分厂剩余最后一支针筒时领取新的原装导电胶。 

b） 分装过程： 

1) 从仓库领来的导电胶,放在室温下按第表 1要求进行回温后，把瓶子上产生的水汽用干净的无尘

布擦净；打开瓶盖，用专用搅拌工具顺同一方向搅拌约 10 分钟后，先分装进针筒(依生产需要,

每次分装允许的数量≤7 支针筒)；其余的导电胶分装进罐装容器(A、B、C 三罐)，等待下一次

的分装；分装完成后须立即送进（0～5）℃的冰箱保存，作好记录。 

2) 搅拌工具用完后及时清洗，清洗时可先用包装支架的白纸擦去大部分的粘结胶，后放在超声波

内用丙酮进行超声波清洗 5分钟，凉干待下一次使用。 

c） 分装后的状态标识 

1) 分装进罐装容器、针筒后，须采用皱纹胶布在罐装容器、针筒上做状态标识。标注型号、有效

期(指原装容器上标识的材料有效期)，罐装容器序号(A、B、C)/针筒序号。 

如：型号：84-1LMISR4 , 有效期：“080301-080331”， 罐装容器 A / 针筒 1# 。 

2) 导电胶在≤5℃的存贮条件下，必须于 1个月内用完。回温次数不得多于 5次。 

d） 分装后的使用 

1) 分装进针筒的导电胶在冰箱中放置时需指定人员每天旋转针筒 180 度，且非指定人员不得打开

冰箱。 

2) 由指定人员从冰箱中取出分装进针筒的导电胶，按工艺要求进行醒料(醒料条件参照表 1)，统一

发给机台操作人员待用或加入机台胶盘。 

          拟 制     

更改标记 数量 文件号 签名 日期 更改标记 数量 文件号 签名 日期 审 核 

 

 

 



 

标  记 第 4页 

  

Top LED 

装架 工艺卡  
共 12页 

工    艺   过   程 

 

旧底图总号 

 

底图总号 

 

日期 签名 

3) 醒料：生产使用时，针筒应垂直放置进行回温；且须待导电胶回温 30 分钟后，方能使用。 

4) 每次加胶动作完成后，针筒必须立即放回(0 ～ 5)℃冰箱保存；非装架使用的、未过期失效的

导电胶在不用时也应及时送入冰箱贮存。 

e） 使用注意事项 

1) 连续使用时，必须 2天清洗一次胶盘。 

2) 无法连续使用时，每次添加的胶量应能在 18小时内用完；若用不完或停用 18小时以上，须清

洗胶盘。 

3) 银胶一天使用完一支针筒（5mL），未使用完的不再用于装架，只供第二点点胶使用。 

4) 使用完后的针筒，不再放回冰箱，由专人统一回收，交分厂统一进行处理。 

3.3.2.3 绝缘胶的使用规范 

a) 从仓库领来的绝缘胶,放在室温下按第 3.4.1 项要求进行回温后，把瓶子上产生的水汽用干净的无尘

布擦净；打开瓶盖，分装进针筒(依生产需要,每次分装允许的数量≤5 支针筒)；其余的末分装绝缘

胶放回仓库；分装完成后须立即送进（０～5）℃的冰箱保存，作好记录。 

b) 其它使用同导电胶。 

3.5 吸嘴类别、型号与芯片类别、型号对应（见表 2） 

表 2 吸嘴使用规范 

吸嘴类别 适用的芯片型号 使用寿命 

钢吸嘴 ＜10mil 1 年 

橡胶/电木吸嘴 ≥10mil 45 万 
 

3.6 点胶针使用寿命规范：1 年更换一次。在自动装架的点粘结胶过程中，如果经多次调节，胶量仍无

法满足工艺要求时，须更换点胶针头。 

3.7 顶针每三个月更换一次，在自动装架的点粘结胶过程中，如果经多次调节，胶量仍无法满足工艺要

求时，须更换点胶针头。并做好相应的记录。 

4 操作过程 

4.1 操作流程（见图 2） 
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全  检 
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合格 

不合格 查明原因作相

关调整 

再生产20只 

合格 查明原因作相关调整 

（二次首检不合格报告

工艺员） 

 

不合格 

不合格 
停止作业 

查明原因再生

产 

继续生产 

操作员 
自  检 

检验员 
首  检 

操作员 
自  检 

工段长 
巡  检 

合格 
报告工段长

（工艺员） 

不合格 

领料员领料

并检查物料

是否符合生

产要求 

发料员依生

产指令发料 

操作者进行

作业准备 

将物料退回仓

库，并报告工段

长（工艺员），

重新领料 

支架等离

子清洁 

合格 

不合格 

合格 

不合格 

报告工段长 

工段长发放

生产指令 

支架烘烤 

开始生产 

结束 

图 2 作业流程图 
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4.2 作业准备 

4.2.1 按等离子清洗机操作规范对支架进行等离子清洗。 

4.2.2 装架前将支架放入烘箱内（150±10）℃，烘烤 2 小时，取出后马上进行等离子清洗后送装架。

一次烘烤支架的数量控制在 4.5 小时以内用完。 

4.2.3 检查生产工艺条件（防静电、环境）是否符合要求。 

4.2.4 作业前，必须先拿到该产品的装配图、生产结构清单以及作业指导书。 

4.2.5 检查来料，确认物料的质量状况是否正常。每一个货源号的支架、芯片都必须进行试流，试流合

格后方可使用。对未经试流而生产急需的物料需在随工单上贴“放行待确认”的黄色标签。在生产的过

程中同步进行物料的检验试流。 

4.2.6 作业准备过程中若发现异常，需及时报告工段长、工艺员。    

4.3  物料可追溯性规范 

4.3.1 工段长根据生产需求安排投料、发料，同时记录投料芯片的货源号。 

4.3.2  操作者在每次自动装架前需检查投料芯片是否与物料结构清单上的一致（包含芯片名称、参数）。

扩芯片前先将芯片上的标签撕下（或剪下），统一贴在指定位置。同时在标签空白处详细记录使用该张芯

片的工令、批号。（如图 1所示） 

    

图 1 芯片标签                                     图 2 烧结前跟随产品的小纸片 

4.3.3 操作者装架每一批产品之前须先写好小纸片并放置在相应的料盒中，小纸片必须包含如下信息

（如图 2）： 

a) 操作者 

b) 机台 

c) 工令号（小工令号） 

d) 装架时间（精确到分钟） 

e) 粘结胶名称 

4.3.4 检验人员在首检时核对芯片是否与物料结构清单上的要求相符。 

4.3.5 操作者每装架完一批而单张芯片未用完的，继续装架下一个批号时应先放入小纸片，同时马上将

该批产品的工令号、批号（与小纸片上须一致）直接写在对应的芯片标签上。 

4.3.6 烧结时将产品连同小纸片一起送入烘箱进行烧结。 

4.3.7 工段长（或者指定的专人）每天对芯片标签进行收集，并统一张贴在指定的标签本上。标签本须

保存 4年以上。 

4.3.8 烧结后的产品统一由烧结人员将小纸片上的信息转到流程单上。并与实际产品一一对应放置。 
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4.4 装架（全自动装架机） 

4.4.1 在胶盘内加上适量的、已按工艺条件醒料的粘结胶，依检验的情况调节胶量控制旋钮。 

4.4.3 把已烘烤、清洗好的支架放入机台料盒待装架。 

4.4.4 打开机台晶片台上的去离子扇。  

4.4.5 按全自动装架机操作规范进行自动装架。 

4.4.6 开始批量作业前必须对前 20 只装架好的产品自检合格后送检验员首检，检验员按技术要求进行

产品首件检验，首检：Ac=0 Re=1。检验合格后方可批量作业。  

4.4.7 将装好芯片的支架从夹具内取出，整齐排放在铝制传递盒中，按 4.3作好标识，由专人烧结。  

4.4.8 粘结胶同时使用导电胶和绝缘胶的产品，必须先装架粘结胶为导电胶（烧结温度：175°C）的芯

片，并在烧结之后继续装架粘结胶为绝缘胶（烧结温度：145°C）的芯片。  

4.4.9 装架好的产品须在三个小时之内开始烧结。  

4.5 自动装架机相关部件的清洗 

4.5.1 自动装架机胶盘的清洗 

4.5.1.1 清洗频次：粘结胶连续使用须 2天清洗一次胶盘。粘结胶无法连续使用，每次添加的胶量应能

在 18小时内用完；若用不完或停用 18小时以上，也须清洗胶盘。 

4.5.2.2 清洗方法：先用防潮包装纸(支架包装材料)直接去除胶盘上的粘结胶；之后，再用无尘布沾取

无水乙醇进行第一次化学清洗，直至目视胶盘无残余的粘结胶；最后，须另换干净的无尘布，沾取无水

乙醇进行第二次的化学清洗，直至干净的无尘布擦拭胶盘后不留脏污。 

4.5.2.3 胶盘清洗动完成后，需于“换胶记录表”上做好相关的记录。 

4.5.3 自动装架机吸嘴&顶针的清洗 

4.5.3.1 清洗频次：依据“LED 自动粘贴机维护保养规程”进行日常的清洗、维护、保养；1次/每班，

每班开始作业前对自动装架机吸嘴、顶针进行清洗动作。 

4.5.3.2 清洗方法：用干净的无尘布沾取无水乙醇，直接对装于机台上的吸嘴\顶针进行细致地清洗、

处理。 

4.5.3.3 清洗动作完成后，需于“LED 自动粘贴机日常维护保养表”上做好相关记录。 

4.5.4 自动装架机点胶针头的清洗 

4.5.4.1 清洗频次：1次/每班，每班开始作业前对自动装架机的点胶头进行清洗动作；每次更换粘结胶

的种类或是型号，也必须进行点胶头的清洗动作。 

4.5.4.2 清洗方法：用干净的无尘布沾取无水乙醇，直接对装于机台上的点胶针头进行细致地清洗、处

理。        
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4.6 烧结 

4.6.1 作业准备 

4.6.1.1 烧结人员：经过培训、通过考试，具备独立操作能力。 

4.6.1.2 检查烘箱是否运行良好。 

4.6.1.5 确认每个料盒里的产品都有产品小标签。将使用不同粘结胶的产品分开。 

4.6.1.6 作业准备过程中若发现异常，需及时报告工段长、工艺员。 

4.6.2 操作过程 

4.6.2.1 开启烘箱电源，按工艺要求设定烘箱温度、定时器，设定报警温度约大于相应烧结温度 20°C，

开启报警开关。 

4.6.2.2 待升温到设定值后，将装好芯片待烧结的在制品迅速送入烘箱；烘箱每一层只能放置 3三个料 

盒的在制品，三层的烘箱最多只允许放置 9个料盒的在制品。 

4.6.2.3 打开定时器进行烧结。 

4.6.2.4 待烘箱自动关电源，烘箱内温度降到 100℃以下，取出在制品。 

4.6.2.5 采用不同种类的粘结胶生产的在制品，烧结时不能共用一个烘箱。避免相互污染。 

4.6.2.6 整个烧结过程，要求在“烘箱温度记录本”上做好记录，且须记录在制品实际的烘烤时间。 

4.6.2.7 若烧结过程中，发生烘箱突然断电的情况，严禁擅自打开烘箱，应立即反馈工段长、工艺员处 

理；后续，产品继续烧结完成后，须在“生产流程单”上做好标识。 

4.6.3  烘箱的清洁 

4.6.3.1 清洁频次：1次/1 天，于每天早班上班前进行清洁动作。 

4.6.3.2 清洁方法：每次清洁时，须用干净的无尘布沾取无水乙醇，仔细清洁烘箱的内壁、支撑架、 

进/出气孔等部位；清洁完成后，需打开所有烘箱的门，搁置（20～30）分钟。 

4.6.3.3 检查确认：使用前还须经 (分厂指定)专人或工段长、工艺员检查合格后，方能开机运转；检

查者可采用干净的无尘布擦拭烘箱，以检查、确认烘箱的清洁状态；整个清洁、检查过程需记录于“烘

箱清洁记录表”。 

4.6.4 芯片粘接推力测试方法 

4.6.4.1 测试人员：经过培训、通过考试，具备独立操作能力。 

a) 确认测试机台&仪器在计量的有效期内。 

b) 确认静电防护检测合格。 

c) 作业准备过程中若有发现异常，需及时报告工段长、工艺员。 

4.6.4.2 每炉烧结后的产品，随机抽取 20颗面积为 12mil×12mil 的单电级芯片进行推力测试。并依表

2 做出判断。 

4.6.4.3 记录好测试推力数据。 

4.6.4.4 合格产品送入下一道，不合格时立即反馈工艺员。 
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表 2 芯片推力判定表 

5 质量控制规程 

5.1 目标:生产出的半成品符合技术要求 2，工序一次装架合格率高于 99.5%。 

5.2 质控项目:产品必须符合 2项所有装架技术要求。推力只在烧结后的检验中操作。 

5.3 控制方法 

5.3.1 首件检验 

开始作业前（包括白班上午上班前、白班上午没有更换品种时下午上班前、中晚班上班前、中晚班

没有更换品种时 4 小时后、更换品种或人员、停机 2 小时以上）装架好的第 1 条（20 只）交给检验员首

件检验，符合技术要求全部项目后方可以进行批量的装架作业，如果不合格必须请调机人员调试机台，

调试合格后装架 1 排交检验员检验。如果连续进行调试设备均未能符合技术要求，必须报告分厂工艺负

责人，根据情况作相应处理。 

5.3.2 绘制 Rx − 控制图表： 

QC 员将每天测取的首件检验拉力数据填入记录表中算出推力的平均值 x 和极差 R，然后在坐标图上

描点分别画出 Rx − 波动的曲线。按照 TQM 知识观察和分析芯片的推力是否处于受控状态。若不在受控状

态，QC 员以 C 级反馈单的形式反馈给工艺人员、调机人员进行分析处理，分厂质量科将反馈单备案。每

月通过推力控制图计算各台设备的生产能力指数，交工艺负责人分析、备案。 

5.3.3 生产能力指数 CPK 判断标准值：CPK≥1.33，工艺员须依标准值进行判断、分析。 

5.4 操作者按首检要求送检验员检验，检验员在 25 倍以上的显微镜下镜检键合出的产品外观，判定是

否符合技术要求中项目，符合可继续批量生产，不符合必须调整设备参数，并进行首件检验，首件检验

合格后方批量生产，同时检验员首件检验做记录。 

5.5 对装架完的产品进行全检，检验员在 20 倍以上的显微镜下镜检产品外观，判定是否符合技术要求

中的项目（除推力），对不符合技术要求的产品挑掉剔除。同时做好检验记录，做好数据收集，分析一次

装架不合格率是否在正常范围，是否在受控的状态，如果有异常质量波动必须报告工艺负责人，查明原

因，杜绝再次出现。 

5.6 工艺员每天审核装架的质量报表，确保装架质量处于受控的状态。 

5.7 反馈周期和异常情况的处理（见表 4） 

5.7.1 反馈周期 

一般的情况下，质量项目的有关数椐及控制图应每月反馈一次到质控点负责人处，由其做定期分析。 

5.7.2 异常情况的处理 

a) 当控制图上的点超出控制线趋势走向异常或检验结果异常时，QC 员应及时向工艺员反映并填写 C 级

反馈单，交工艺员处理和解决。问题解决后应将结果填入反馈单内，并将该单存入分厂质量管理组。 

b) 工艺员无法处理的时候，工艺员应填写 C 级反馈单交分厂质量管理组，分厂质量管理组组织人员到

现场分析并找出影响的原因，制定措施，尽快使生产恢复正常。 

 

推力值（芯片面积为 12mil×12mil） 
推力测试情况 

最小值 平均值 
判定 异常处理 

A 芯片断裂 ≥80gw 合格 

B 芯片被推起 ≥90gw 
≥100gw 

合格 

C 芯片&银胶均

被推起 
无论为何值 不合格 

反馈工艺员 
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5.8 注意事项 

a) 当所用的设备进行维修后或生产条件已变化应该重新核定控制图。 

b) 当发现严重的质量异常情况，应该立即停止生产上报分厂领导。 

6.4 每周对烘箱的温度进行一次点检测试，保障烘箱温度受控。 

6.5 异常情况反馈制度(见表 4) 

表 4 异常情况反馈制度表 

内部反馈 外部反馈 
工

序 
异常情况 工段

长 

工艺

员 

设备管理

员 
C 级 B 级 A 级 

首检不合格 √           

二次首检不合格 √ √         

来料支架变形、发黄、起皱、掉镀层>5条 √ √         

单片芯片吸不起>30 只 √ √     √   

非正常停机>0.5 小时 √   √       

非正常停机>2 小时 √       √   

单批不合格总数>20 只 √ √         

烧结后支架发黄、起皱、掉镀层等异常>1 条 √ √         

芯片推力不合格 √ √         

装

架 

相同 B级反馈>3 次 √         √ 
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6 异常处理（见表 5） 

表 5 异常处理表 

对应标准 不合格项目 自检 首检 抽检、全检 巡检 

变形 

(引线弯曲) 

挑出，包装好由

工段长统一退

还品管 

用镊子对变形部

位整形；不能整形

剔除 

同左 同左 

发黄 

挑出，包装好由

工段长统一退

还品管 

剔除 

在随工单上做“支

架发黄”标识，同

时反馈工段长、工

艺员 

同左（如前已标

识处理不再重

标） 
支架外观 

镀层剥落 

挑出，包装好由

工段长统一退

还品管 

剔除 

在随工单上做“镀

层剥落”标识，同

时反馈工段长、工

艺员 

同左（如前已标

识处理不再重

标） 

装架不完整 可以补片 可以补片 —— 可以补片 

漏芯片 可以补片 可以补片 —— 可以补片 

粘结胶过少 剔除，可以补片 剔除，可以补片 剔除 剔除 

粘结胶过多 剔除，可以补片 剔除，可以补片 剔除 剔除 

芯片没对准 剔除，可以补片 剔除，可以补片 剔除 剔除 

粘结胶没对准 剔除 剔除 剔除 剔除 

斜片 扶正 扶正 剔除 剔除 

倒片 剔除，可以补片 剔除，可以补片 剔除 剔除 

芯片偏离中心 剔除 剔除 剔除 剔除 

电极偏移 剔除，可以补片 剔除，可以补片 剔除 剔除 

芯片爬胶 剔除，可以补片 剔除，可以补片 剔除 剔除 

芯片表面沾胶 剔除，可以补片 剔除，可以补片 剔除 剔除 

双芯片 剔除 剔除 剔除 剔除 

芯片重叠 剔除，可以补片 剔除，可以补片 剔除 剔除 

芯片裂 剔除，可以补片 剔除，可以补片 剔除 剔除 

芯片碎 剔除，可以补片 剔除，可以补片 剔除 剔除 

有墨点芯片 剔除，可以补片 剔除，可以补片 剔除 剔除 

索引问题 剔除，可以补片 剔除，可以补片 剔除 剔除 

芯片外观 

背面有明显的

残膜 
剔除，可以补片 剔除，可以补片 剔除 剔除 

胶点 
固化不充分、推

力不合格 
—— 

重新烧结，在随工

单上做“固化不充

分”标识，同时反

馈工段长、工艺员 

—— —— 

产品型号 使用材料不对 

停止生产，反馈

工段长、工艺员

处理 

同左 同左 同左 
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7 注意事项 

7.1 芯片不用时应及时放入氮气/电子干燥箱内妥善保存。 

7.2 操作、检验人员接触产品时须戴指套。严禁徒手接触支架，以免支架沾污或者受汗渍腐蚀而氧化发

黄。    

8 安全规范 

8.1 上班前检查机台电源开关是否打开，仪器、设备的插头是否插到位；否则应插好。自己不能操作的

请调机人员或设备维护人员修理。 

8.2 发现安全隐患应及时排除或上报部门安全管理人员，并作书面记录。 

8.3 电源插座、电热源周边是否堆放易燃易爆品；应及时清理。  

8.4 严格按规定的劳动防护作业，按照劳动保护要求佩带好防护用品。 

8.5 下班后检查门窗是否按要求关闭，各种用电设施、闸刀是否按要求关闭。 

8.6 支架送干燥箱时戴好防护手套，避免烫伤。 

8.7 操作员作业时肢体不能靠近机械转动部分。 

8.8 如不慎沾到银胶，请及时用酒精、清水清洗。 
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附录附录附录附录 AAAA    

不良图示 
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图 1 银胶吸潮变质：银胶四周泛白 图 2 支架生锈、沾污 图 3 银胶胶量不足 

图 4 杂质 图 5 碎片 图 6 缺（崩）角 
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附录附录附录附录 BBBB    

物料可追溯性规范 

为加强产品的可追溯性，对芯片的可追溯性操作流程规范如下： 

1 工段长根据生产需求安排投料、发料，同时记录投料芯片的货源号。 

2 操作者在每次自动装架前需检查投料芯片是否与物料结构清单上的一致（包含芯片名称、参数）。扩

芯片前先将芯片上的标签撕下（或剪下），统一贴在指定位置。同时在标签空白处详细记录使用该张

芯片的工令、批号。（如图 1所示） 

    

图 1 芯片标签                                     图 2 烧结前跟随产品的小纸片 

3 操作者装架每一批产品之前须先写好小纸片并放置在相应的料盒中，小纸片必须包含如下信息（如图

2）： 

f) 操作者 

g) 机台 

h) 工令号（小工令号） 

i) 装架时间（精确到分钟） 

j) 粘结胶名称 

4 检验人员在首检时核对芯片是否与物料结构清单上的要求相符。 

5 操作者每装架完一批而单张芯片未用完的，继续装架下一个批号时应先放入小纸片，同时马上将该批

产品的工令号、批号（与小纸片上须一致）直接写在对应的芯片标签上。 

6 烧结时将产品连同小纸片一起送入烘箱进行烧结。 

7 工段长（或者指定的专人）每天对芯片标签进行收集，并统一张贴在指定的标签本上。标签本须保存

4年以上。 

8 烧结后的产品统一由烧结人员将小纸片上的信息转到流程单上。并与实际产品一一对应放置。 
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